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█ 报告简介
半导体照明器件的核心是发光二极管（LED），由衬底材料、发光材料、光转换材料和封装材料等组成。半导体照明产业的发展已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。同时，我国的半导体照明产业发展初具规模，产业链日趋完整。

LED外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料，需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。

蓝宝石衬底、硅衬底、碳化硅衬底是制作LED芯片常用的三种衬底材料。我国蓝宝石衬底白光LED有很大突破，商品化白光LED光效已超过150lm/W，实验室水平则超过200lm/W。同时，具有自主技术产权的硅衬底白光LED已经达到150lm/W。从光效上，LED照明已经达到了替代传统光源的标准，所以，LED照明市场渗透率将迅速上升。

2014年全球LED照明产值达到3408亿元，同比增长38%。2014年中国LED行业总产值达3445亿元，同比增长31%。其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为120亿元、568亿元、2757亿元，同比分别增长43%、20%、32%。

2015年全球LED（含可见光与不可见光LED）产业产值首次呈现衰退，来到143.25亿美元，年衰退达3%。主要原因来自LED厂商的杀价竞争，导致部分主流规格LED平均价格跌幅高达40%以上；而美元强势升值也使得许多LED厂商的营收换算成美元后呈现衰退。

受益于全球各个国家或地区政策推广支持，以及LED照明产品整体性价比提高，高工LED产业研究所认为，未来两三年内全球LED照明产品规模将会保持较为快速增长态势。

三胜咨询发布的《2016-2020年中国LED用衬底材料市场调研及发展前景预测报告》对LED用衬底材料从半导体照明产业发展、LED用衬底材料的概述、蓝宝石衬底、硅衬底、碳化硅衬底、砷化镓衬底、国内外重点企业等多方面多角度阐述了LED的市场发展状况。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、三胜咨询产业研究中心、三胜咨询市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对LED用衬底材料行业有个系统深入的了解、或者想投资LED用衬底材料行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具！
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